
是一款领先的电镀铜化学添加剂，具备高均匀性且方正低圆弧率线路等两大特性，
专为高阶          制程而设计，提前布局满足高阶载板产品需求

提升电镀铜厚均匀性

方正低圆弧率的线路

电镀铜填孔

产品优势

应用领域

超大尺寸载板

高频高速运算载板

有效缩小电镀铜厚差异

线路平坦度

线型表现 常见电镀填孔线型表现

线路平坦度

足迹

新时代适用高阶载板制程高均匀电镀填孔系统


